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Mikroelektronik-Strategie der Bundesregierung

Forschung, Fachkrifte und Fertigung fiir das Mikroelektronik-Okosystem in
Deutschland

Zusammenfassung

Mit dieser Strategie schafft die Bundesregierung einen Orientierungsrahmen, um in der Mikro-
elektronik zielgerichtete und konsistente Mafnahmen umzusetzen, mafigeblich zur High-
tech_Agenda_Deutschland der Bundesregierung beizutragen und die Chancen des European Chips
Act! zu nutzen. Europas Position in der Mikroelektronik hat breite Auswirkungen auf die Innova-
tions- und Wirtschaftskraft Deutschlands und damit auf die Fahigkeit zur Selbstbestimmtheit an-
gesichts/geopolitischer Spannungen. Zusammen mit seinen europdischen Partnern hat Deutsch-
land eine aussichtsreiche Position zur Starkung seiner Innovationsfiahigkeit sowie zur Sicherung
seiner technologischen Souveranitit und Resilienz in der Mikroelektronik. Forschung und Ent-
wicklung, die Fachkriftebasis sowie Investitionen fiir industrielle Pilotierung und innovative Fer-
tigung sind dabei die Grundlagen fiir die internationale Wettbewerbsfahigkeit und eine nachhal-
tige Wertschopfung.

Deutschland ist der grofdte Mikroelektronikstandort der EU. Es tragt einerseits mit einem Anteil
von etwa 30 % der Waferkapazitaten erheblich zur europaischen Halbleiterfertigung bei. Es ist
andererseits mit seinem hohen Wertschopfungsanteil im Industriesektor auf innovative Mikro-
elektronik grundlegend angewiesen. Die Mikroelektronik tragt etwa 4 % direkt und etwa 15 %
indirekt zum deutschen Bruttoinlandsprodukt bei. Deutschland kann nur gemeinsam mit seinen
europaischen Partnern im internationalen Wettbewerb der Mikroelektronik bestehen. Der Euro-
pean Chips Act bewirkt dabei ein gleichgerichtetes Handeln in der Europdischen Union in einer
zentralen Schliisseltechnologie.

Die Mikroelektronikbranche ist von besonders hoher wirtschaftlicher Dynamik gekennzeichnet
und steht gleichzeitig im Zentrum geopolitischer Auseinandersetzungen. Es muss sorgfaltig da-
rauf geachtet werden, dass staatliche Mafdnahmen nur.dort ansetzen, wo sich Marktkrafte etwa
aufgrund von Verzerrungen nicht entfalten konnen, oder die Notwendigkeit zur Sicherung der
technologischen Souveranitit sowie der Resilienz essentieller Lieferketten besteht. Unter dieser
Mafigabe setzt die Bundesregierung an den kritischen Erfolgsfaktoren Forschung, Fachkrafte und
Fertigung an:

- Forschung: Hier bilden ,Fahigkeiten im Chip-Design“ sowie der Transfer ,From Lab to
Fab“ mit dem Fokus Advanced Packaging Schwerpunkte. Dabei spielt die Forschungsfab-
rik Mikroelektronik Deutschland eine zentrale Rolle fiir den Transfer neuen Wissens in
die Anwendung, wahrend Hochschulen das Knowhow der iiberndchsten Technologiege-
neration erarbeiten. Bei Chip-Design und Advanced Packaging bestehen derzeit entschei-
dende Wirkpotenziale fiir die technologische Souveranitét, die durch staatliche Férderung
von Forschung und Entwicklung bewegt werden konnen.

- Fachkriafte: Neu ist die mikroelektronikspezifische Fachkréfteforderung, welche mit den
Forschungs- und Investitionsmafdnahmen verzahnt wird und die allgemeinen Mafinah-
men der Bundesregierung zur Fachkraftesicherung sektorspezifisch verstarkt. Dieser An-
satz ist angesichts des erwarteten hohen Nachfragewachstums im Sektor Mikroelektronik
gerechtfertigt. Er ist darauf angelegt, in Synergie mit den Ausbildungs- und Rekrutierungs-
anstrengungen der Wirtschaft mehr und besser ausgebildete Fachkrifte zu gewinnen. Er
ist zugleich Voraussetzung, damit Investitionen erfolgreich sein zu kénnen.

1Verordnung (EU) 2023/1781 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13.09.2023 [Link]
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- Fertigung: Ein zentrales Element der Strategie bilden die Anreize zur Ansiedlung und
Weiterentwicklung innovativer Mikroelektronik-Produktion in Deutschland - von Halb-
leiterfertigung, Advanced Packaging, aber auch von Materialien, Produktionsanlagen und
ihren Komponenten. Der Transfer ,From Lab to Fab“ soll dabei konsequent fortgefiihrt
werden. Angesichts des Marktwachstums und eines gleichzeitig verscharften globalen
Subventionswettlaufs liegt der Schwerpunkt darauf, die Attraktivitit des Standorts
Deutschland fiir souverdane Wertschopfung kritischer Halbleiter (alle relevanten Struktur-
breiten bis in den Bereich weniger Nanometer) und Komponenten zu erh6éhen. Dazu tragt
auch die Entwicklung der Designfihigkeit und Systemkompetenz der Chipanwenderin-
dustrien bei.

Starker als bislang miissen sowohl Forschung, Fachkréfte und Fertigung zusammen betrachtet
werden, als auch die Mafnahmen innovationsékonomisch abgestimmt sein. Dabei miissen die
heutigen und kiinftigen Bedarfe der bestehenden Industrien in Deutschland und Europa bertick-
sichtigt werden, wie auch Felder neuer potenzieller Wertschopfung - von KI und Rechenzentren
tiber Quantenrechner bis zu vertrauenswiirdiger Elektronik fiir sichere Infrastrukturen und Ver-
teidigung - gezielt technologisch entwickelt und wirtschaftlich erschlossen werden. Nur so kann
Deutschland ein attraktiver Zielort fiir Investoren und die besten Talente sein. Nur so konnen die
Ressourcen des Staates effizient und effektiv eingesetzt werden.

Die Strategie fligt Maf3nahmen und handlungsleitende Konzepte zu einem Gesamtbild zusammen.
Sie entwickelt die laufenden Mafdnahmen der Bundesregierung weiter und baut sie aus. Die Stra-
tegie soll dazu beitragen, Deutschlands Mikroelektronik-Okosystem als Innovationsmotor der ge-
samten Volkswirtschaft zu starken. Dabei wird der Verbesserung von iibergreifenden Standort-
faktoren und der internationalen Vernetzung ebenso Rechnung getragen wie der Forschungs- und
Wirtschaftssicherheit. Die Strategie tragt damit auch zur technologischen Souveranitat, zur Siche-
rung von Wohlstand und Beschaftigung sowie zur 6konomischen Resilienz Deutschlands und Eu-
ropas bei.

Auf Grundlage der vorliegenden Strategie sind alle relevanten nationalen Akteure aufgefordert,
ihre Mafdnahmen synergetisch auszurichten und auszubauen. Neben BMFTR und BMWE als zent-
rale Ressorts der Bundesregierung in diesem Bereich, sind hier Unternehmen, Forschungseinrich-
tungen, Bildungstrager, Verbande sowie die Liander in der Verantwortung, sich einzubringen.

Warum Mikroelektronik?

Alltag und Arbeitswelt sind mit dem Fortschreiten der Digitalisierung von Mikroelektronik durch-
drungen. Mikroelektronik steckt nicht nur in Mobiltelefonen, Tablets und Computern. Mikroelekt-
ronik regelt auch die Energieversorgung, steuert die Datenstrome fiir das Internet und ermoglicht
eine sichere vernetzte, automatisierte Mobilitdt. Innovative Mikroelektronik bildet die Grundlage
fiir sichere Kommunikation ebenso wie fiir Anwendungen der kiinstlichen Intelligenz (KI). Sie ist
auch eine wesentliche Grundlage fiir die ,Twin Transition“ hin zu Nachhaltigkeit und Digitalisie-
rung.

Mit einem weltweiten Umsatz von liber 580 Mrd. Euro? bildet die Halbleiterindustrie die Basis fiir
einen vielfach (> Faktor 10) h6heren Umsatz in den Elektronik-Anwenderindustrien. In Deutsch-
land zdhlen dazu vor allem die Autoindustrie, der Maschinenbau sowie die Energie- und Medizin-
technik. Fiir die Industrie ist die Mikroelektronik in zweifacher Hinsicht eine Schliisseltechnolo-
gie: Zum einen sind Produkte wie Autos, medizinische Gerate und Maschinen oder der Einsatz von
KI ohne Mikroelektronik nicht mehr denkbar. Zum anderen ist ihre Herstellung nur mit Automa-

21n 2024; 2024 Factbook, Semiconductor Industry Association [Link]
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tisierung, die nicht ohne Elektronik funktioniert, wirtschaftlich. Nur wer fortschrittliche Mikro-
elektronik entwickelt, kann hohe Leistungssteigerungen in einer Vielzahl ihrer Anwendungsbe-
reiche erschliefien oder iiberhaupt erst in neue Wertschopfungssegmente vordringen. Dabei ist
die Mikroelektronik in der Regel nicht durch andere Technologien zu ersetzen. Fiir die wirtschaft-
liche Starke und Sicherheit unseres Landes ist der Zugriff auf innovative Elektronik daher zentrale
Voraussetzung. Steht sie nicht ausreichend zur Verfiigung, sind ,Chipkrisen” ein reales Szenario.
Als Wertschopfungsmultiplikator kann ihr Fehlen ganze Industriezweige monatelang zum Erlie-
gen bringen, was wiederum den Wohlstand in Deutschland und Europa gefiahrdet. Dies gilt umso
mehr, seitdem geopolitische Herausforderungen die Versorgungssicherheit in den Fokus geriickt
haben.

Fazit: Mikroelektronik ist eine Schliisseltechnologie und die Starkung unseres Mikroelektro-
nikstandorts somit von entscheidender Bedeutung fiir die industrielle Wettbewerbsfahigkeit,
die technologische Souveranitdt und die wirtschaftliche Resilienz Deutschlands und Europas.

Der globalé Wettbewerb

Die Mikroelektronik ist von einer hohen internationalen Arbeitsteilung und komplexen Lieferket-
ten gepragt. Deren Storanfalligkeit in der Covid-19-Pandemie und danach hat bereits zu Versor-
gungsengpdassen in Deutschland und Europa gefiihrt. Aufgrund der geographischen Konzentration
auf Asien bilden auch Naturkatastrophen wie Erdbeben ein substanzielles Risiko fiir die Versor-
gungssicherheit. Zudem konnen Halbleiter zum Gegenstand von geopolitischen Spannungen und
Handelskonflikten werden oder sind dies bereits.

Die Schiisseltechnologie Mikroelektronik wird vielfach als notwendiger Baustein wirtschaftlicher
und militarischer Starke eines Landes betrachtet. Dementsprechend ist sie auch Gegenstand geo-
politischer Spannungen. In den USA und asiatischen Staaten, insbesondere China, wird ein massi-
ver Ausbau von Produktionskapazititen und Forschung verfolgt.3 Die USA haben mit dem ,CHIPS
and Science Act” zum einen hohe Subventionen fiir die Industrie umgesetzt, zum anderen wird
auch die Forschung massiv gestarkt und es werden neue Forschungsinfrastrukturen aufgebaut.
Die Technologiefiihrer Taiwan und Stidkorea investieren umfangreich in Produktionskapazitaten
und Forschungsprogramme. Japan ist dhnlich wie Europa in der Halbleiterproduktion zurtickge-
fallen. Es bemiiht sich mit hohen Investitionen um ein Aufholen‘und sucht die Kooperation mit
den USA und Taiwan. Indien bringt sich mit hohen Subventionen als neuer Produktionsstandort
ins Spiel.

China strebt auch im Bereich der Mikroelektronik Technologiefiihrerschaft an. Die Volksrepublik
reagiert mit ihrer Strategie auf die Exportrestriktionen der USA, die jiingst verscharft wurden und
im Zuge ,transaktionaler” Politikansatze der aktuellen US-Regierung weiter an Bedeutung gewin-
nen diirften. Neben eigenen Wegen zur Produktion von Chips der neuesten Generation sucht
China mit massiven Subventionen auch nach Marktdominanz bei etablierten Chip-Generationen.
So produziert China bereits jetzt fast 30 % der weltweiten Chips im Bereich grofderer Struktur-
grofden, welche insbesondere fiir die in Deutschland besonders relevanten industriellen Anwen-
dungen benétigt werden.

Auch in Forschung, Entwicklung und Industrialisierung herrscht intensiver weltweiter Wettbe-
werb um technologische Vorspriinge - denn diese sind Basis fiir Abhingigkeiten und geopoliti-
sche Verhandlungsmacht. Aktuell zeigt sich dies bei Chips fiir KI. Wenn KI-Anwender - potenziell
alle Branchen und nahezu alle Menschen in Deutschland - keinen ausreichenden Zugriff auf die
dazu notwendige Mikroelektronik haben, sind Wohlstandseinbufden wahrscheinlich. Dies gilt

3 The Competitive Etch: Addressing the talent gap in the semiconductor industry, 2022, Accenture [Link];
Localizing the global semiconductor value chain, 2024, Arthur D. Little [Link]
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ebenso fiir die ndtigen Elektronikbausteine der Dekarbonisierung, sowie fiir sicherheitsrelevante
Mikroelektronik in kritischen Infrastrukturen oder dem Verteidigungsbereich.

Europa und damit auch Deutschland haben sich mit dem EU Chips Act in diesem globalen Wett-
bewerb positioniert: Der EU Chips Act starkt Forschung, Entwicklung und Transfer, erleichtert die
staatliche Unterstiitzung von Industrieprojekten und richtet einen Monitoring-Mechanismus zur
Vorbeugung von Versorgungsengpassen ein. Die Wirkung zeigt sich bereits. So fordert die Bun-
desregierung eine Pilotlinie zu Advanced Packaging bei der Forschungsfabrik Mikroelektronik
und denAufbau von Produktionskapazitiaten namhafter Chiphersteller in Dresden. Diese Aktivi-
taten werden durch die jeweiligen Bundeslander begleitet und unterstiitzt. Je rascher und besser
die Verzahnung der einzelnen Vorhaben mit dem Mikroelektronik-Okosystem gelingt, desto nach-
haltiger tritt die angestrebte positive Wirkung auf technologische Souveranitit, Resilienz, und
Wirtschaftswachstum ein.

Wo ist Deutschland gefordert?

Angesichts der hohen Investitionen der globalen Wettbewerber in die Mikroelektronik und der
enormen Bedeutung des Wirtschaftszweigs als , Enabler” zahlreicher Produkte und Dienstleistun-
gen in anwendenden Wirtschaftsbereichen sind Deutschland und Europa gefordert, die technolo-
gischen Souveranitat zu sichern, einseitige Abhadngigkeiten abzubauen und einen stiarkeren Fokus
auf Wirtschaftssicherheit zu legen bei gleichzeitiger Offenheit fiir Investitionen. Vor diesem Hin-
tergrund miissen auch Fragen zur Exportkontrolle, zu ungewolltem Knowhow-Abfluss, der zivil-
militdrischen Nutzung von Forschung sowie der Gewahrleistung der Vertrauenswiirdigkeit von
Elektronik und der Forschungssicherheit in der vorliegenden Strategie Berlicksichtigung finden.

Prognosen zufolge soll der globale Halbleiter-Markt bis 2030 deutlich wachsen.* Grofse Trends
wie die Elektrifizierung, die Digitalisierung sowie die Durchdringung immer weiterer Wirtschafts-
segmente mit KI-Anwendungen erzeugen dabei auch neue und verdanderte Bedarfe. Zentrale Her-
ausforderung ist es, bei der raschen Folge neuer Mikroelektronik-Generationen mitzuhalten,
diese mitzugestalten und dabei technologische Souveranitat in kritischen Feldern auszubauen.
Auch technologisch bieten sich Chancen: War bislang die Miniaturisierung der Chipstrukturen der
dominierende Innovationspfad, so zeichnet sich eine /grofdere Vielfalt bei den Chiptechnologien
und -innovationen ab. Eine besondere Rolle spielen dabei Ansatze der Kombination verschiede-
ner Chip-Technologien in einem Bauelement (,Heterointegration /,,Advanced Packaging").

Die Mikroelektronik ist sowohl forschungsintensiv, bendtigt hohe Investitionen und hochqualifi-
zierte Fachkrifte:

- In Europa geben Halbleiter-Unternehmen circa 14 % des Umsatzes fiir Forschung und
Entwicklung aus.5 In der deutschen Elektro- und Digitalindustrie summieren sich die Aus-
gaben fiir Forschung und Entwicklung auf {iber 21 Mrd. Euro pro Jahr.6 Deutschland ist
mit starken Industrie- und Kompetenzclustern Motor fiir die Mikroelektronik in Europa.
Sensoren, Mikrochips und Leistungshalbleiter fiir die Autoindustrie und die Energietech-
nik, Sicherheitselektronik fiir das Internet der Dinge sowie Anlagen fiir die Halbleiterher-
stellung (insbesondere Komponenten fiir die sogenannte Extreme-UV-Lithographie, wel-
che fiir die Produktion aller modernen Hochleistungsrechen- und Speicherchips benotigt
werden) sind deutsche Stirken. Diese haben ein vitales Okosystem aus Forschung und
Wirtschaft hervorgebracht - ein wichtiges Plus fiir den Standort Deutschland. Andere

4 The semiconductor decade: A trillion-dollar industry, 2022, McKinsey&Company [Link]
52024 Factbook, Semiconductor Industry Association [Link]
6 Investitionen der Elektro- und Digitalindustrie, 2023, ZVEI [LinKk]
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Weltregionen verstiarken ihre FuE-Aktivitaten, zugleich gilt es neue Technologien konti-
nuierlich zu entwickeln, sodass auch in Deutschland die FuE-Aktivitat verstarkt werden
muss.

- Arbeiten heute rund 330.000 Personen in der europaischen Halbleiter-Industrie, soll die
Zahl laut Prognosen auf iiber 500.000 in 2030 anwachsen.” Das dynamische Zusammen-
spiel der drei Megatrends Digitalisierung, Demographie und Dekarbonisierung stellt die
Deckung des Fachkriftebedarfs in Deutschland vor komplexe Herausforderungen. Dies
gilt fiir die Fachkrafteliicke in MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik) insgesamt. In der Mikroelektronik spitzt sich dies weiter zu: Der Ausbau
der Kapazititen und das starke Marktwachstum vergrofiern den Bedarf an geeigneten
Fachkréaften dort zusatzlich.

- DerAnteil Europas am Halbleiter-Markt und an der weltweiten Elektro- und Digitalindust-
rie sinkt in den letzten Jahrzehnten stetig und liegt aktuell bei rund 10 %.8 Obschon mit
staatlicher Férderung fiir Investitionen in hochmoderne Fertigungsanlagen in den euro-
paweiten Projekten IPCEI Mikroelektronik (IPCEI ME) seit 2018 und IPCEI Mikroelektro-
nik und Kommunikationstechnologien (IPCEI ME/KT) seit 2023 sowie den Grofdinvestiti-
onen unter dem European Chips Act die Grundlagen fiir eine Trendwende gelegt wurden,
ist bislang noch keine ausreichende Skalierung erfolgt, um mit dem steilen Wachstum in
anderen Weltregionen mithalten zu kdnnen. Gleichzeitig greift der im European Chips Act
bislang angelegte Fokus auf den reinen Kapazitatsausbau zu kurz; vielmehr sollte zukiinf-
tig auf Basis strategischer Uberlegungen eine Fokussierung der Forderung auf kritische
bzw. wirtschaftlich besonders vielversprechende Segmente erfolgen, unter Beriicksichti-
gung der Vielfalt der hiesigen Bedarfe.

So unterschiedlich wie die Einsatzbereiche in den deutschen Anwenderindustrien sind, so sind es
auch die Anforderungen an die zugrundeliegenden Chips. Damit einher geht der Bedarf an mehr
Innovationen, Designfahigkeiten und Produktionskapazititen fiir Chips unterschiedlicher Struk-
turbreiten und technologischer Ansitze - idealerweise gedeckt aus dem europiischen Okosys-
tem. Wo dies nicht moglich oder wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, miissen Lieferketten resilienter
werden. Einen entscheidenden Beitrag leisten Mafdnahmen, die sich auf Schliisselpositionen in der
globalen Halbleiterwertschopfung (vom Chipdesign bis zur Fertigung) konzentrieren und Abhén-
gigkeiten in wichtigen Sektoren (Automobil, Kommunikation, Digitalisierung, KI, Verteidigung)
verringern. Den geopolitischen Herausforderungen, mit denen Deutschland und Europa konfron-
tiert sind, kann dabei am wirksamsten mit einem koordinierten Vorgehen - sowohl innerhalb
Deutschlands, wie auch in der Europaischen Union oder in internationalen Foren wie der G7 oder
OECD - begegnet werden.

Ziele dieser Strategie

Mit dieser gesamtheitlichen Strategie will die Bundesregierung die Attraktivitiat Deutschlands als
Mikroelektronik-Standort, die technologische Souveranitit und Resilienz Deutschlands und Euro-
pas steigern. Dafiir wollen wir sowohl européische Instrumente (Neuauflage des European Chips
Act sowie weitere IPCEI), als auch nationale Maffnahmen unter Beriicksichtigung der folgenden
Leitmotive gestalten:

1. Entwicklung und Ausbau bestehender wirtschaftlicher und technologischer Starken. Dies
soll insbesondere dort erfolgen, wo europaische Fahigkeiten unverzichtbar in der globa-
len Halbleiterwertschdpfung sind. So kénnen die geopolitische Verhandlungskraft verbes-
sert und bestehende Abnehmerindustrien gestarkt werden.

7 Long-term Action Plan, METIS-Projekt [Link]
8 Globale Elektro- und Digitalindustrie - Daten, Zahlen und Fakten, August 2023, ZVEI [Link]; Commission
Staff Working Document ,A Chips Act for Europe*“, 2022, Europaische Kommission [Link]
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2. Erschlief3en neuer Mikroelektronik-Technologien auf Basis der bestehenden Pilotlinien
des European Chips Act und auf Basis von Forschung, die zum Ziel hat, die Pipeline der
ndchsten und iibernachsten Chip-Generationen zu fiillen sowie neue Mikroelektronik-An-
wendungen wirtschaftlich zu erschliefen. Es soll insbesondere dort angesetzt werden, wo
der mogliche kiinftige Bedarf der europaischen Chipanwenderindustrien liegt, und wo er-
hebliche wirtschaftliche Potentiale liegen.

3. «Starkung der Resilienz bestehender Lieferketten durch gezielte Mafdnahmen auf Basis ei-
ner Sicherheits- und Risikoanalyse. Dies muss jenseits eines blofen Fokus auf Kapazitats-
aufbau bzw. Marktanteile erfolgen. Es ist auch die Relevanz der Mikroelektronik fiir Ver-
teidigung und Sicherheit sowie fiir neue Basistechnologien wie KI oder Quantentechniken
zu beriicksichtigen.

Dabei sind die Prozessvereinfachungen und -beschleunigungen sowie das reibungslose Ineinan-
dergreifen verschiedener Instrumente des Regierungshandelns essentiell, um Mafinahmen ra-
scher und fokussierter umzusetzen.

Nicht zuletzt sollen in einer konzertierten Aktion Synergien mit Mafdnahmen in Verantwortung
von Wissenschaft, Wirtschaft, Verbanden, Bildungstragern sowie den Liandern erschlossen wer-
den, und die Zusammenarbeit mit europaischen und internationalen Institutionen sowie Werte-
partnern vertieft werden.

Die Mikroelektronik-Strategie ist eine zentrale Mafdnahme der Hightech_Agenda_Deutschland der
Bundesregierung. Sie ist eingebettet in das Anfang 2025 lancierte Rahmenprogramm des BMFTR
»Forschung und Innovation fiir technologische Souveranitat 2030 (FITS2030)“, das eine gemein-
same Klammer fiir alle Fachprogramme im Kontext Forschung fiir technologische Souveranitat
und Innovationen schafft. Das laufende Forschungs-Rahmenprogramm ,Mikroelektronik. Ver-
trauenswiirdig und nachhaltig. Fiir Deutschland und Europa.” dient als fachliche Grundlage der
F&E-Elemente der Mikroelektronik-Strategie. Mit der Strategie tragt Deutschland zudem zu den
Zielen des europaischen Politikprogramms zur Digitalen Dekade® bei. Auferdem liefert sie Bei-
trage zum Europdischen Green Deal sowie der europaischen Wirtschaftssicherheitsstrategie.

Wo wollen wir in 10 Jahren stehen?

1. Grundlagen fiir neuartige Chips gelegt: Wir besitzen breite Fahigkeiten, auch kommende
neuartige Chip-Technologien in Deutschland entwickeln; designen und herstellen zu kon-
nen. Dies gilt vor allem fiir KI-Chips und Chips fiir die Anwenderindustrie in Europa, aus-
gehend von einer starken Basis im Chip-Design an Hochschulen und der Entwicklung
neuer Materialien und Rechentechnologien.

2. Neue Fahigkeiten im Leading-Edge-Bereich: Es ist gelungen, auch im Bereich der Leading
Edge-Technologien eine Fertigung in Deutschland anzusiedeln, mit dazugehéorigem loka-
lem Okosystem aus Zulieferern und Forschungspartnern. Dies fiihrt dazu, dass ein noch
engerer Innovationszyklus mit den hiesigen Herstellern von Fertigungs- und Analytikan-
lagen einerseits, sowie den Fabless-Unternehmen und Anwenderindustrien etabliert
wird. Chip-Design fiir kleine Strukturbreiten ist in Deutschland in Forschung und Indust-
rie etabliert, dazu tragen auch innovative Start-ups bei.

3. Anwenderindustrien mit innovativer Mikroelektronik versorgt: Die Bedarfe an Mikro-
elektronik fiir die hiesigen Anwenderindustrien (bspw. Automotive, Medizintechnik,
Energietechnik, etc.) werden mit steigendem Anteil aus deutscher und europaischer Ent-
wicklung, Produktion und Packaging gedeckt. Eine enge Zusammenarbeit von Forschung
und Industrie sorgt dabei fiir kontinuierliche Innovationen. Es ist auch gelungen, in

9 BESCHLUSS (EU) 2022/2481 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember
2022 iiber die Aufstellung des Politikprogramms 2030 fiir die digitale Dekade
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5.

Deutschland eigene Produktionskapazitéten fiir die relevanten Halbleiter-Technologien
in Strukturbreiten grofier als 22 Nanometer auszubauen.

Starken im Zuliefererbereich bestehen weiter: Die starke Position der Zulieferer bei Ext-
reme-UV, Materialien, Tools und Analytik wurde weiter ausgebaut und durch Prozessex-
zellenz auch in anderen Bereichen erginzt, die in FuE-Zusammenarbeit zwischen For-
schungseinrichtungen und Unternehmen aufgebaut und industrialisiert worden ist. Dies
sichert Einflusshebel im geopolitischen Wettbewerb.

Ausreichend Fachkrafte: Durch zielgerichtete Mafinahmen in der Aus- und Weiterbildung
kann der hohe Bedarf an passgenau qualifizierten Fachkraften gedeckt werden. Dabei ha-
ben wir auch die Chancen von Transformationsprozessen genutzt.

Erfolgreiche Konzertierte Aktion: Wir sind im Schulterschluss mit Wirtschaft und Stake-
holdern vorgegangen, um ein funktionierendes Mikroelektronik-Okosystem organisch zu
entwickeln: Neue Ansiedlungen und Forschungskapazititen sind eingebunden in ein
wachsendes ()kosystem aus Zulieferern, Anwendern, Forschung sowie Start-ups und
Scale-ups in neuen Technologiebereichen. Geografisch sind diese aus den lokalen Starken
(in FuE, Fachkréften, Unternehmensnetzwerken, etc.) heraus entwickelt und erfahren Un-
terstiitzung der betreffenden Bundeslander und Regionen. Eine Koordinierung innerhalb
der Bundesregierung stellt konsistentes Agieren sicher, institutionalisierte Austauschfor-
mate mit den Stakeholdern sind die Basis fiir agiles Handeln.

Ausgehend von diesem Zielbild werden im Folgenden Handlungsfelder mit konkreten Maf3nah-
men abgeleitet. Die identifizierten Maf3nahmen sollen in enger Abstimmung mit den Stakeholdern
kontinuierlich weiterentwickelt-werden (siehe auch Konzertierte Aktion und nationale Koordi-
nierung, Seite 22).

Leitmotive

Zielbild

Starken

entuickeln Handlungsfelder

Fahigkeiten Europiisch

i . . Fachkrifte— W Fachkrifte —

Neuatftlgekc:l'Ps im Chip- from lab to, :Z;ua:.‘:ita'et aauarl?t; tnvestitionen und
entwicke Design fab” anreizen international

erhdhen steigern .
ausbauen kooperieren

Leading-Edge Fihigkeiten

Neues

erschlieRen i ——
Anwenderindustrien %}

. sl | Rahmenbedingungen
erhdhen Erfu\greiczit:(oc:_lnzer‘tierte X _
Konzertierte Aktion

Abbildung 1 [AKTUALISIERUNGSVORBEHALT: bislang nur Muster, professionelle Gestaltung steht aus]
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Ansatz in sechs Handlungsfeldern

Die Mikroelektronik-Strategie nutzt die mit dem EU Chips Act eingefiihrten Instrumente und er-
ganzt sie mit nationalen Mafnahmen in sechs Handlungsfeldern (Abbildung 1):,Chip-Design“ und
»from lab to fab“ fiir bessere Forschungs- und Innovationsgrundlagen, sowie eng damit verkniipft
der quantitative und qualitative Ausbau der Fachkraftebasis. Im Handlungsfeld , Investitionen an-
reizen” biindelt die Bundesregierung die Mafdnahmen rund um die IPCEIs sowie den Kapazitats-
aufbau gemaf’ der Saule 2 des EU Chips Act. Im Handlungsfeld ,europdisch und international ko-
operieren” stellt die Bundesregierung sicher, dass eine starke Vernetzung und Partnerschaften
inner- und auf3erhalb Europas zur Starkung der Resilienz der globalen Mikroelektronik-Lieferket-
ten beitragen. Im Handlungsfeld ,Rahmenbedingungen” wird der Verbesserung von horizontalen
wie auch sektorspezifischen Standortfaktoren ebenso Rechnung getragen wie der Forschungs-
und Wirtschaftssicherheit. Mit dem Handlungsfeld ,Konzertierte Aktion und nationale Koordinie-
rung” wird die Bundesregierung sicherstellen, dass die Mafdnahmen ganzheitlich gedacht und eng
vernetzt werden.

Die Bundesregierung hat diese sechs Handlungsfelder fiir die Weiterentwicklung des Mikroelekt-
ronik-Okosystems mit Mafdnahmen unterlegt, die auch die Aktivitaten von Stakeholdern, der EU,
der Bundeslander und weiterer Akteurinnen und Akteure beriicksichtigen. Die Strategie zeigt an-
gelaufene sowie geplante Mafdnahmen auf. Dies soll die Transparenz iiber Bestehendes erh6hen
und gleichzeitig den Weg in die Zukunft weisen.

[PLATZHALTER: Ausfiihrungen zur Haushaltsausstattung 2025ff. / Erganzung bzw. Aktualisie-
rung des Absatzes durch BMF]Zahlreiche der in der nationalen Mikroelektronik-Strategie er-
wahnten Mafdnahmen werden von‘der Bundesregierung bereits umgesetzt und sind in ihren fi-
nanziellen Auswirkungen im geltenden Bundeshaushalt 2024 und Wirtschaftsplan des Klima- und
Transformationsfonds 2024 sowie in den Haushalts- und Wirtschaftsplanentwiirfen fiir 2025 und
der Finanzplanung bis 2028, die von der Bundesregierungbeschlossen wurden, abgebildet. Dar-
tiber hinaus gehende Maf3nahmen stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierung. Weder laufende
noch kiinftige Haushaltsverhandlungen werden durch die Mikroelektronik-Strategie prajudiziert.
Der von der Verfassung vorgegebenen Zustandigkeitsverteilung zwischen Bund und Landern ist
Rechnung zu tragen. Auch die Anderungen/Anpassungen an den Sozialversicherungssystemen
werden durch die Strategie nicht prajudiziert.

Handlungsfeld 1: Fahigkeiten im Chip-Design ausbauen

Ein signifikanter Teil des Knowhows und bis zu 50%?1° der Wertschépfungin der Mikroelektronik
liegt im Design von Chips und elektronischen Systemen. Im Prozess von der Idee bis zum fertigen
Chip nimmt das Chip-Design eine zentrale Rolle ein. Es setzt die Anforderungen der Anwender in
Funktionalititen um und préagt Produktinnovationen. Neue Moglichkeiten in Halbleiterproduk-
tion und Advanced Packaging (bspw. Heterointegration) ermoglichen auch neuartige Designs. In
Folge streben einige Chip-Anwender verstarkt nach eigenen individuellen Chip-Designs. Benotigt
werden fiir eine Vielzahl von Anwendungsbereichen leistungsfahige, teils maf3geschneiderte
Chip-Designs mit steigender Funktionalitét, secure-by-design, die gleichzeitigimmer energiespar-
samer werden miissen. Zudem ist die Vertrauenswiirdigkeit ein immer wichtigeres' Merkmal von
Mikroelektronik. Die Integration von Sicherheitstechnologien sollte daher von Anfang an bei
neuen Chip-Designs Beriicksichtigung finden.

Das Handlungsfeld Design setzt die Bundesregierung mit einer Design-Initiative um. Schwer-
punkte sind der Ausbau von Kompetenzen im Chip-Design durch Forschung, vor allem im Hinblick
auf Open-Source, secure-by-design und auf die Themen Heterointegration, insbesondere Chiplets,

10 Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era, Boston Consulting Group /
Semiconductor Industry Association, 2021 [Link]
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und neuromorphe Chips. Bei neuromorphen Chips werden kiinftige Bedarfe vor allem mit Blick

auf KI-Anwendungen adressiert.

Abgestimmt auf die Mafdnahmen des Bundes engagieren sich auch die Lander fiir einen Ausbau
der Design-Fahigkeiten. Das Bayerische Chip-Design-Center fordert die Zusammenarbeit zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft. Ahnliche Uberlegungen fiir das Chip-Design gibt es auch in
Baden-Wiirttemberg [AKTUALISIERUNGSVORBEHALT].

Design fiir Chips der nachsten Generatio-
nen

In Deutschland gibt es eine hohe Kompetenz
im Design von heterogenen Systemen und im
Bereich ‘etablierter Chip-Generationen; je-
doch noch zuwenig Kompetenzen im Design
von Chips der nichsten Generationen. Fir
die kleinsten Chipstrukturen soll zunachst in
einzelnen gezielten Projekten, vor allem im
europdischen Rahmen, die Designfihigkei-
ten ausgebaut werden. Zudem werden alter-
native neue Chip-Architekturen wie neuro-
morphe, Kl-angepasste Designs oder Quan-
ten-Chips mit einem Forschungsschwer-
punkt im Edge-Computing geférdert. For-
schung fiir Leistungs- und Effizienzsteige-
rungen von Prozessoren werden in der lau-
fenden Prozessorinitiative geférdert. Lau-
fende Mafnahmen wie ,Zuse“ (Zukiinftige
Spezialprozessoren und Entwicklungsplatt-
formen), das Verbundvorhaben ,Neurotec”,
Forschungsstrukturen fiir das neuromorphe
Computing bei der Forschungsfabrik Mikro-
elektronik Deutschland und die SPRIND-
Challenge ,New computing concepts” unter-
stiitzen dies.

Hirden fir Forschung und Start-Ups sen-
ken

Die Anreize fiir Forschung und Entwicklung
im Chip-Design fiir Start-Ups, kleine und
mittlere Unternehmen sollen durch eine eu-
ropdische Design-Plattform ausgebaut wer-
den. Die Plattform wird mit Mitteln des EU
Chips Act kofinanziert und mit den Initiati-
ven der Lander verzahnt. Es entsteht ein bes-
serer Zugang zu Chip-Design-Werkzeugen
und -Bausteinen und der noétigen Infrastruk-
tur. Auch Erprobungsserien, sogenannte
Multi-Project-Wafer Runs, werden iiber
diese Plattform erleichtert. Auch durch den
Einsatz von KI kann der Chip-Design-Prozess

11 www.chipdesign-germany.de
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beschleunigt und vereinfacht werden. For-
schung und Entwicklung zu solchen Metho-
den und Tools, auch im europaischen Ver-
bund, bieten dafiir Chancen.

Open-Source Design starken

Vielfach ist das Chip-Design nur mit etablier-
ten lizenzpflichtigen Design-Bausteinen und
entsprechender Software moglich. Dies kann
fir Ausbildung, explorative Forschung und
eine breite Aneignung auch durch Chip-An-
wender hinderlich sein. Deshalb gewinnt O-
pen-Source und auch die freie Befehlssatz-
Architektur RISC-V an Bedeutung. Solche of-
fenen Ansatze sollen breit unterstiitzt wer-
den, um Prozessorentwicklung in Deutsch-
land unabhéangiger aufzustellen. Zudem soll
ein Open-Source-Okosystem von Chip-De-
sign-Werkzeugen gefordert werden, welches
insbesondere fiir Hochschulen, aber auch fiir
KMU, den Zugang zum Chip-Design erleich-
tert und es z.B. fiir Studierende attraktiver
macht, sich hiermit zu befassen. So sollen
Kompetenzen im Chip-Design ausgebaut und
bestehende Abhangigkeiten verringert wer-
den.

Mehr Chip-Design an.Hochschulen

Zwar gibt es an vielen Hochschulen Angebote
zum Chip-Design, jedoch in sehr unter-
schiedlicher Auspragung. Kooperationen un-
ter den Hochschulen sollen die Attraktivitét
und Qualitat der Chip-Design-Ausbildung in
der Breite zu stiarken. Das 2024 etablierte
bundesweite Netzwerk ,,Chip-Design-Ger-
many“!! schafft eine Institutionsiibergrei-
fende Kooperationsplattform, die auch inter-
national sichtbar wird.

Vertrauenswiirdige Chips ,made in Ger-
many"“

Hiesig entwickelte und produzierte Chips v.
a. fir kritische Anwendungen sollen sich
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durch ,security by design“ auszeichnen. Prozesse vom Entwurf bis hin zur Herstel-
Dadurch schaffen wir auch hardwareseitig lung, Validierung und Zertifizierung aus der
die Voraussetzungen fiir digitale Souverani- Leitinitiative ,Vertrauenswiirdige Elektro-
tat. Dies schiitzt uns vor Cyberangriffen und nik“ sollen auch zur Entwicklung von neuen
ist vor dem Hintergrund europaischer Werte Standards und Normen beitragen. Ziel ist es,
und regulatorischer Anforderungen ein dass diese Standards nach hiesigen Werten
Standortvorteil. und Anforderungen erstellt werden, um in

der Folge in vertrauenswiirdigen und siche-
ren Elektronikkomponenten und -systemen
einzuflieflen und damit vertrauenswiirdige
Chips entlang der gesamten globalen Wert-
schopfungskette und besonders ,Made in
Germany* zu ermoglichen.

Sicherheitsforschung fiir Mikroelektronik
und Chipdesign erhoht die Cybersicherheit
von IT-Systemen. Die gemeinsam von BMVg
und BMI gegriindete Agentur fiir Innovation
in der Cybersicherheit GmbH (Cyberagen-
tur) unterstitzt diese Entwicklung mit aus-
gewahlten Forschungsprojekten und fordert
dadurch das entsprechende Okosystem.

Handlungsfeld2: Transfer ,from lab to fab“”

Mikroelektronik ist forschungsintensiv und zeichnet sich durch eine rasche Abfolge neuer Tech-
nologiegenerationen aus. Zudem bieten Trends wie ,more than Moore“ oder Heterointegration
ein breiteres Spektrum fiir Funktions- und Leistungssteigerungen. Der rasche Transfer neuen
Wissens vom Labor zur Fabrik, also ,from lab to fab“, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Kurze Wege
zwischen der Grundlagenforschung und der Anwendung sind besonders wichtig, seit die Miniatu-
risierung der Chipstrukturen nicht mehr uneingeschrankt fortsetzbar ist. Hochschulen und For-
schungseinrichtungen bieten Losungsansatze auch jenseits der klassischen Wege. Sie stellen ei-
nen wichtigen Baustein des Innovationsokosystems dar. Die Forschungsfabrik Mikroelektronik
Deutschland (FMD) bietet als Kooperationsverbund fithrender Fraunhofer- und Leibniz-Institute
einfachen Zugang zur gesamten Wertschopfungskette der Mikroelektronik aus einer Hand - von
der Technologieentwicklung bis zur Pilotherstellung. Abseits der weiteren Miniaturisierung bie-
tet der Bereich Advanced Packaging, insbesondere die Heterointegration fiir Deutschland grofde
Chancen fiir Steigerungen von Leistung und Funktionalitat. Diese Begriffe beschreiben das Zusam-
menfiigen von Chip-Bausteinen mit unterschiedlichen Funktionen oder Materialien. Solche kom-
binierten Chips erdffnen den Weg fiir mafdgeschneiderte Losungen, die den kiinftigen Bedarf der
Anwenderindustrien in Deutschland und Europa treffen.

Auch die Lander tragen zu einer Starkung des Transfers ,from lab to fab“ bei, so zum Beispiel
Sachsen mit der Forderung des Centers for Advanced CMOS & Heterointegration Saxony an meh-
reren Standorten der Forschungsfabrik Mikroelektronik.

Ausbau der Forschungsfabrik im EU Chips Technologien sollen gemeinsam mit der In-
Act dustrie entwickelt werden. Zudem konnen

dort hochspezialisierte Chips in Pilotserien
gefertigt werden. Das BMFTR und die Bun-
deslander unterstiitzen diesen Ausbau. Zu-
dem wird die Forschungsfabrik eine enge
Kooperation mit zwei weiteren Pilotlinien in
Belgien und Frankreich aufbauen. So erhalt
Deutschland ein nochmals erweitertes Ange-
bot fiir Forschung und Entwicklung. Das an
der Forschungsfabrik erarbeitete Knowhow,
insbesondere zu Heterointegration, wird mit

Durch eine europaische Pilotlinie wird die
Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutsch-
land (FMD) erheblich ausgebaut. Das
BMFTR, die beteiligten Bundeslander und
die EU (iiber das Chips Joint Undertaking) fi-
nanzieren diesen Ausbau mit iber
700 Mio. €. Die Kapazitiaten der FMD werden
im Bereich Advanced Packaging, insbeson-
dere Heterointegration und Chiplet-Techno-
logie deutlich erweitert. Die notwendigen
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einem Angebot von Modulen hinterlegt, wel-
ches durch die ,Microtec Academy*” liber re-
levante Bildungswege verbreitet wird.

Von der Industrie unterstiitzte Grundlagen
Die Mitfinanzierung von Projekten der aka-
demischen Grundlagenforschung sichert Un-
ternehmen frithe Einsichten in Vorfeldent-
wicklungen. Sie konnen dadurch rascher und
informierter ‘Schliisse fir ihre eigene For-
schung und Innovation ziehen. Solche Pro-
jekte an Hochschulen werden mit der For-
derinitiative ForMikro 2.0 vom BMFTR mit
bis zu 80% der Kosten geférdert. In den Vor-
haben werden konkrete Nutzungspotenziale
neuer Ansitze und kreativer Ideen aus der
erkenntnisorientierten Forschung erarbei-
tet.

Von Forschung und Entwicklung zur indust-
riellen Anwendung

Forschung und Innovation braucht immer
die Wechselwirkung zur Industrie, um nach-
haltig Wachstum und Wohlstand in Deutsch-
land und Europa zu schaffen. Grofde indust-
riegetriebene Forschungsprojekte entlang
der Wertschopfungskette in enger Zusam-
menarbeit mit Forschungseinrichtungen
sind seit langem Kern des Mikroelektronik-
Forschungsprogramms der Bundesregie-
rung. Mit dem EU Chips Act wird die Kofinan-
zierung fiir derartige Projekte durch die eu-
ropdische Partnerschaft Chips Joint Underta-
king ausgeweitet. Dabei geht es nicht nur um
Halbleiter-Technologien und ihre Anwen-
dungen, sondern auch um die Weiterent-
wicklung von Geraten und Werkzeugen zur
Chip-Herstellung. Die Landern Sachsen [AK-
TUALISIERUNGSVORBEHALT] und Thiirin-
gen beteiligen sich gemeinsam mit dem
BMFTR an der Forderung dieser Projekte.

IPCElI Mikroelektronik und Kommunikati-
onstechnologien

Eine grofie Rolle spielen auch die I[PCEI-Pro-
jekte, die grofdvolumige Investitionen in pan-
europaische, hochinnovative F&E-Projekte
der Halbleiterindustrie erméglichen, die sich
bis hin zur ersten industriellen Anwendung
erstrecken. Diese Projekte sind ein Binde-
glied zwischen Forschung und Entwicklung
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einerseits und industrieller Produktion an-
dererseits. Mit dem IPCEI ME/KT fordert das
BMWE gemeinsam mit 13 europaischen Mit-
gliedstaaten die Entwicklung neuer mikro-
elektronischer Produkte und Dienstleistun-
gen. Ziel ist ein gestirktes Halbleiter-Okosys-
tem entlang der gesamten Wertschopfungs-
kette in Europa, wodurch strategische Ab-
hangigkeiten reduziert und die Versorgungs-
sicherheit verbessert werden sollen.

Im IPCEI ME/KT werden in Deutschland bis-
lang 28 Projekte entlang der gesamten Wert-
schopfungskette gefordert. Dabei investiert
das BMWE gemeinsam mit den Bundeslan-
dern rund 4 Mrd. Euro. Mittelfristig werden
damit technologische Innovationen umge-
setzt: von Hochleistungselektronik mit
neuen Verbindungshalbleitern iiber Mikro-
systemtechnik in ausgereiften Technologie-
knoten bis zu Kommunikations- und KI-An-
wendungen in ,Leading Edge“. Gleichzeitig
werden insgesamt 3.200 Arbeitsplatze in
Deutschland und iiber 8.000 in Europa ge-
schaffen.

Das BMWE und das BMFTR gestalten die
Weiterentwicklung des IPCEI-Instruments
aktiv mit und bringen sich im Rahmen der
Arbeit des ,Joint European Forum for IPCEI“
(JEF) konstruktiv in den Diskurs zur Weiter-
entwicklung der Verfahren sowie zukiinfti-
gen thematischen Ausrichtung ein. Gemein-
sam mit Frankreich und den Niederlanden
wird zudem mitdem ,IPCEI Advanced Semi-
conductor ‘Technologies“ (AST) ein mogli-
ches weiteres IPCEI in der Mikroelektronik
konkret vorbereitet, welches 2026 in den
Beihilfeprozess mit der EU-Kommission
starten soll.

Smarte Forderung & Finanzierung

Mikroelektronik und insbesondere die Halb-
leiterindustrie ist wegen der hohen Kapital-
intensitdt, technisch komplexen Projekten
und langen Renditezeitraumen fiir Investo-
ren tendenziell wenig attraktiv. Um Chip-
Start-Ups und -KMUs zu entwickeln, ist ein
einfacherer Zugang zu Unterstiitzung, Fi-
nanzmitteln und Investitionsmoglichkeiten
erforderlich. Die Forschungsfabrik Mikro-
elektronik bietet z.B. mit ,,QNC-Space” ein
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spezifisches Angebot fiir Start-ups an. Mit
der Moglichkeit, in der Forschungsfabrik Pi-
lot- und Kleinserien herzustellen, werden
Hiirden gesenkt. Auch die SprinD unterstiitzt
mit ihren Instrumenten hochinnovative Star-
tups aus der Mikroelektronik

Mit dem EU Chips Act wurde zudem ein
,Chips-Fonds“ insbesondere fiir Start-ups,
Scale-ups, KMU und mittelstdndische Unter-
nehmen in der Halbleiterwertschépfungs-
kette eingerichtet. Der Europdische Innovati-
onsrat, der Fonds ,InvestEU“ sowie die Euro-
paische Investitionsbank implementieren
speziell fiir Halbleiter-Unternehmen Zu-
gange zu verschiedenen Zuschiissen, Finan-
zierungsinstrumenten und Darlehen.

Die Bundesregierung wird —auch selbst
Schritte unternehmen, um‘Forderangebote
und Finanzierung noch besser zu verzahnen,
um insbesondere KMU einen. einfacheren
und schnelleren Zugang zu Kapital zu ermog-
lichen. Die Verkniipfung von Forderung in
Form von Zuwendungen mit Elementen der
Finanzierung (bspw. Garantien oder riick-
zahlbare Darlehen) werden wir im Rahmen
der Weiterentwicklung von Foérderkonzep-
ten priifen. Einen erheblichen Beitrag leisten
auch die europaischen Finanzierungsinstru-
mente u. a. des Chips Funds im Rahmen des
EU Chips Acts.

01.07.2025

Das BMWE und das BMFTR streben bei kiinf-
tigen Forderangeboten eine Anschlussfahig-
keit zwischen Forschungs- und Investitions-
forderung an. Zugleich priift die Bundesre-
gierung Vereinfachungen in den forderrecht-
lichen Verfahren.

Mikroelektronik fiir Quanten-Chips

Die Bundesregierung misst Quantentechno-
logien, die unter anderem Quanten-Compu-
ting, -Sensorik und -Kommunikation umfas-
sen, potenziell eine sehr hohe Relevanz fiir
die Wirtschaft bei. Es wird davon ausgegan-
gen, dass sie in diesen Feldern kiinftig klassi-
sche Mikrochips erganzen und in bestimm-
ten Anwendungen - deren Ausmafd noch
nicht absehbar ist - ersetzen kénnen. Aus
diesem Grund sind sie auch fiir die Mikro-
elektronik-Strategie der Bundesregierung
relevant.

Daher sollen Synergien mit der nationalen
Mikroelektronik-Strategie  beispielsweise
mit Blick auf die Integration von Quanten-
technologien in klassische Mikroelektronik-
systeme sowie die Relevanz moderner Mik-
roelektronik-Prozesstechnologie fiir die Pro-
duktion von Quantensystemen im Blick be-
halten werden. Ein erster Schritt sind Pilotli-
nien fiir Quanten-Chips die das BMFTR ge-
meinsam mit der europdischen Partner-
schaft Chips Joint Undertaking aufbauen will.

Handlungsfeld 3: Fachkraftebasis — Quantitat'ernohen

Die Zahl benoétigter Fachkrafte fiir den Mikroelektronikstandort Deutschland wird in den nachs-
ten Jahren auch aufgrund der Ansiedlungen und Ausbauten neuer Chipproduktionen stetig wach-
sen: Ab 2027 rechnet die Branche mit einem Bedarf von 20.000 bis 30000 technisch ausgebilde-
ten Arbeitskriften.2 Laut dem Fachkraftemonitoring fiir das Bundesministerium fiir Arbeit und
Soziales gehort der Sektor rund um die Berufsgruppe Elektrotechnik inklusive der Mikroelektro-
nik in der Mittelfristprognose bis 2028 zu den ,Fokusberufen mit Engpéassen‘13.

Die besonders hohe Technologisierung und Spezialisierung in der Mikroelektronikindustrie fiih-
ren zu erhdhten Anspriichen an die Qualifikation der einzelnen Beschiftigten. Eine grof3e Zahl gut
qualifizierter Fachkrafte in kurzer Zeit zu gewinnen ist deshalb voraussetzungsreich.

12 Umfasst direkte und indirekte neue Arbeitsplatze und basiert auf Schatzwerten fiir angekiindigte bzw.
geplante Investitionen auf Grundlage von Pressemeldungen. Direkte neue Arbeitspldtze werden erwartete
aus den Deutschlandweit geplanten Neu-Ansiedlungen (Bsp. ESMC) bzw. Ausbauten bestehender Fertigun-
gen u.a. i.R. von IPCEI-Foérderungen. Indirekte Arbeitsplatze umfassen zusitzlich entstehende Stellen bei
Unternehmen im lokalen Umfeld sowie in der restlichen Wertschépfungskette und bei Lieferanten.
13 Fachkréftemonitoring fiir das BMAS - Mittelfristprognose bis 2028, 2024, IAB/bibb/GWS [Link]
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Diesen Herausforderungen begegnet die Bunderegierung mit branchentibergreifenden und bran-
chenspezifischen Mafdnahmen, die jeweils die gesamte Bildungskette adressieren. Zu den bran-
cheniibergreifenden Mafdnahmen zdhlen beispielsweise Initiativen fiir mehr MINT-Begeisterung
ebenso wie Mafdnahmen zur besseren Integration auslandischer Fachkréfte. Branchenspezifische
Mafdnahmen sollen gezielt Karrierewege in der Mikroelektronik attraktiver machen.

Eine nachhaltige Vergrofierung der Fachkriftebasis kann jedoch nur gelingen, wenn alle relevan-
ten Akteurinnen und Akteure dazu beitragen. Gemeint sind hiermit Unternehmen und Betriebe,
Lander und Kommunen, Sozialpartner, Bildungs- und Weiterbildungstrager sowie der Bund.
Grundsatzlich gilt dabei: Die Mafdnahmen dieser Strategie ersetzen nicht die Aufgaben der Unter-
nehmen in der Sicherung und Gewinnung von Fachkraften. Mit der Strategie will die Bundesre-
gierung jedoch die Rahmenbedingungen in Deutschlands Mikroelektronik-Okosystem weiter ver-
bessern, sodass alle Akteurinnen und Akteure dazu stimuliert werden, in ihren jeweiligen Zustan-
digkeiten Aktivitaten zu verstiarken oder neu zu starten.

Daueraufgabe:MINT-Begeistefung wecken Mikroelektronik zu begeistern. In BMFTR ge-
forderten Wettbewerben wie ,INVENT a

CHIP“ und ,Labs for Chips“ kénnen Schiile-
rinnen und Schiiler einen plastischen Ein-
druck von der Mikroelektronik bekommen.

Wenn es uns gelingt; bereits frith Begeiste-
rung fiir MINT-Berufsfelder zu wecken, wird
dies auch die Fach- und Nachwuchskrafteba-
sis fiir die Elektronik der’ Zukunft vergro-

Rern. Mit dem MINT-Aktionsplan [Aktuali- Diese Formate sollen fortgesetzt und konti-
sierungsvorbehalt] biindeln BMFTR und nuierlich verbessert werden (u.a. fiir mehr
BMBFSF] die MINT-Manahmen entlang der Breitenwirkung). Bei der Beruflichen Orien-

tierung an Schulen sollen daher Karriere-
wege in der Mikroelektronik Beriicksichti-
gung finden.

Bildungskette. Beispielsweise zahlen die
bundesweiten MINT-Cluster sowie die Kom-
munikationsoffensive #MINTmagie iiber
niedrigschwellige MINT-Zuginge auch auf
eine Vergroflerung der Fachkriftebasis in
der Mikroelektronik ein. Mit der Praktikums-
offensive #empowerGirl werden gezielt
MINT-Praktikumsplatze fiir Madchen bereit-
gestellt. Auch landerspezifische Mafinah-
men, wie beispielsweise die Initiative , THE
NERD LAND!“ fiir mehr Attraktivitit des
MINT-Studiums in Baden-Wiirttemberg oder
Ansidtze von Unternehmen und Stiftungen,
wie das Netzwerk Schule-Wirtschaft und die
»Wissensfabrik zur Forderung von MINT-
Bildung leisten wichtige Beitrage.

Mehr Studierende gewinnen und halten

Im BMFTR-geforderten Wettbewerb ,CO-
SIMA“ erproben Studierende neue Einsatz-
moglichkeiten von Mikrosystemen. In Zu-
kunft wird ein neuer Wettbewerb Studie-
rende dazu einladen, mithilfe von quelloffe-
nen Chip-Design selbst Chips zu entwerfen
und zu testen. Das BMFTR wird Studieren-
den-Akademien mit Beziigen zu aktuellen ge-
sellschaftlichen Themen u.a. an der FMD fo6r-
dern. Ziel ist es auch Talente aufderhalb der
klassischen Studiengidnge anzusprechen und
die Relevanz von Mikroelektronik im Alltag
Karrierewege in der Mikroelektronik auf- hervorzuheben. Landerseitig kann die Ein-
fiihrung spezifischer neuer Studienginge,
wie beispielsweise der Master-Studiengang
»Advanced Semiconductor Nanotechnolo-
gies“ in Sachsen-Anhalt im Jahr 2023 oder
die Einbindung in europdische Aktivitdten,
wie die Beteiligung der Technischen Univer-
sitat Miinchen an ,Edu4Chip“14, zusatzliche
Studierende gewinnen. Seitens BMFTR wol-
len wir in Fachgesprachen priifen, inwiefern

zeigen

Karrierewege in der Mikroelektronik sind
bislang bei der Ausbildungs- und Studien-
wahl weniger sichtbar als solche in bekann-
teren Branchen und gelten als wenig attrak-
tiv. Daraus resultieren niedrige Zahlen von
Auszubildenden bzw. Studierenden. Es gilt
daher Schiilerinnen und Schiiler auch fiir die

14 Joint Education for Advanced Chip Design in Europe
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ein grofleres Angebot an dualen Studiengén-
gen die Attraktivitiat der Mikroelektronik fiir
Studierende erh6hen kann und welche Maf3-
nahmen hier zielfithrend waren.

Wissenschaftlichen Nachwuchs starken
Mit der Forderung von Mikroelektronik-
Nachwuchsgruppen - zum Beispiel in strate-
gischen Bereichen, wie dem Chip-Design -
sollen Karrieren in der Mikroelektronik an
deutschen Hochschulen und Forschungsein-
richtungen. attraktiver werden. Ziel ist es,
Mikroelektronik-Talente in Deutschland zu
halten und neu fiir den Standort Deutschland
Zu gewinnen.

Frauen fur Mikroelektronik gewinnen

Die Erhohung des Frauenanteils unter den
Beschiftigten (sowie entsprechend unter
den Auszubildenden und Studierenden) in
der Mikroelektronik bietet grofde Potenziale.
Um mehr Frauen fiir ein MINT-Studium zu
begeistern, setzt sich das BMFTR dafiir ein,
bestehende Rollenklischees zu liberwinden.
Mit der Forderrichtlinie ,MissionMINT -
Frauen gestalten Zukunft” unterstiitzen das
BMFTR junge Frauen in den Ubergangspha-
sen von Schule ins MINT-Studium und von
der Hochschule in einen MINT-Beruf?s . Wei-
tere Beispiele auf Landesebene sind die Initi-
ative ,MINT to be“ mit einem MINTor:Innen-
Netzwerk in Sachsen oder ,intoMINTgo-
esLSA“ sowie das Mentoring- bzw. Coaching-
Programm fiir Studentinnen und Absolven-
tinnen ,MeCoSa MINT Career” (beides in
Sachsen-Anhalt).

Internationale Fachkrafte rekrutieren

Mit Blick auf internationale Fachkrifte ste-
hen die Reduktion von biirokratischen Zu-
gangshiirden, ebenso wie eine gelungene In-

15 Bestandteil des BMFTR MINT-Aktionsplans,
ebenso wie das ,Biindnis fiir Frauen in MINT-Be-
rufen”, u.a. mit der Praktikumsoffensive #em-
powerGirl.
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tegration im Fokus. Hier hat das Fachkraf-
teeinwanderungsgesetz der Bundesregie-
rung spurbare Erleichterungen geschaffen.
Lander- und Hochschulinitiativen zur In-
tegration vor Ort leisten wichtige Beitrage.
Auch die ,Strategie der Wissenschaftsminis-
terinnen und -minister von Bund und Lan-
dern fiir eine Internationalisierungsstrategie
der Hochschulen in Deutschland (2024-
2034)“ zielt auf eine rechtliche und struktu-
relle Verbesserung der Rahmenbedingungen
fir internationale Studierende in Deutsch-
land. Die (Riick-)Gewinnung und Bindung in-
ternationaler Studierender oder Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler soll au-
erdem kiinftig auch bei Mikroelektronik-
spezifischen BMFTR-Forschungsférdermaf3-
nahmen mit bedacht werden.

Quereinstieg i. d. Mikroelektronik fordern
Transformationsprozesse setzen Mitarbei-
tende frei, welche verstiarkt als Quereinstei-
gerinnen und Quereinsteiger fiir die Mikro-
elektronik gewonnen werden sollen. Dazu
will das BMFTR gezielt Mikroelektronik-spe-
zifische Weiter- und Fortbildungschancen
eroffnen.

Betriebliche Fachkraftesicherung

Im Rahmen der geplanten GrofRansiedelun-
gen sind die geférderten Unternehmen auf-
gefordert, Mafdnahmen zur innerbetriebli-
chen Fachkraftesicherung durchzufiihren.
Somit kommt das BMWE kurzfristig seiner
Verantwortung nach, den Fachkriftebedarf
in den neu entstehenden Produktionsstétten
zu sichern.

Mittelfristig wird eruiert, ob weitere Maf3-
nahmen, wie z.B. die Unterstiitzung betrieb-
licher Weiterbildungen dem Fachkrafteman-
gel in der Mikroelektronik entgegenwirken
kénnen.
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Handlungsfeld 4: Fachkraftebasis — Qualitat steigern

Wir benétigen nicht nur ausreichend viele, sondern auch sehr gut qualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter fiir das Mikroelektronik-Okosystem in Deutschland. Wir denken bei der Quali-
tatssteigerung an die gesamte Bildungskette: von der Berufsausbildung iiber die akademische
Qualifizierung und die gezielten beruflichen Weiterbildungen fiir Stammpersonal bis hin zu Qua-
lifizierungsmafdnahmen fiir Quereinsteigende. Schon in der Ausbildung muss Zugang zu virtuellen
oder realen Produktionsanlagen, Reinrdumen und Laboreinrichtungen gewdhrleistet sein.
Lehrinhalte und -materialien miissen sich an den Bedarfen aus der Praxis orientierten. Entspre-
chend gut ausgebildete und motivierte Lehrende sind unverzichtbar. Nur so konnen die komple-
xen Fertigungstechniken erlernt werden. Deshalb und wegen des raschen Fortschrittes in der
Halbleitertechnik sind - neben der Nutzung Branchen-iibergreifender Mafdnahmen der Bundes-
regierung - Mikroelektronik-spezifische Mafdnahmen zielfithrend.

Auch die EU, einige Lander und die Unternehmen tragen mit eigenen Mafdnahmen zur Qualitat der
Fachkrifteausbildung in der Mikroelektronik bei. Seitens des Bundes haben wir uns zum Ziel ge-
setzt, Transparenz liber Bestehendes zu schaffen, Synergien der verschiedenen Initiativen besser
nutzbar zu machen und - wo notwendig - komplementér zu erganzen.

Nationale Bildungsakademie fir Mikro- Unternehmen férdern Fachkrafte

elektronik und Mikrosystemtechnik Der Aufbau der Produktionskapazititen in
Das BMFTR hat angelaufene Aktivitdten zur Deutschland ist ein wesentlicher Faktor fiir
Verbesserung der Aus- und Weiterbildung in den wachsenden Fachkraftebedarf. Gleich-
der Mikroelektronik zusammengefiihrt und zeitig ergeben sich hieraus neue Chancen fiir
mit zusitzlichen Mitteln ausgestattet: Ziel ist die Starkung der Aus- und Weiterbildung. So
der Ausbau der bisher auf berufliche Ausbil- werden die vom BMWE und den Bundeslan-
dung ausgerichteten ,Microtec Academy* zu dern in den IPCEI-Projekten geférderten Un-
einer nationalen Bildungsakademie fiir Mik- ternehmen zusatzliche Beitrage fir die Aus-
roelektronik und Mikrosystemtechnik. Diese und Weiterbildung leisten: Die an den Pro-
soll u.a. die in der Mikroelektronik-Akademie jekten beteiligten deutschen Unternehmen
(MEA) der Forschungsfabrik Mikroelektro- planen die direkte Unterstiitzung von euro-
nik (FMD) erarbeiteten Inhalte fiir akademi- paweit mindestens 20 Universitatsprofessu-
sche Weiterbildungen aufgreifen. Bedarfsge- ren, iiber 200 Doktor- und fast 300 Masterar-
rechte, praxisnahe und qualitativ hochwer- beiten. Unternehmen, deren Ansiedlungs-
tige Bildungsformate werden an die relevan- vorhaben gefordert werden, miissen unter
ten Zielgruppen vermittelt. Die ,Microtec anderem durch Bildungs- und Qualifizie-
Academy” stellt angesichts der Vielfalt be- rungsmafinahmen die Ausweitung des Pools
reits bestehender, regionaler Initiativen, an qualifizierten Arbeitskraften am Standort
nicht nur selbst neu erarbeitete Inhalte zur Deutschland unterstiitzen. Dariiber hinaus
Verfiigung, sondern setzt auch darauf, auf be- sind Ausstrahlungseffekte durch die Zusam-
wihrte Angebote anderer zu verweisen, zum menarbeit mit europdischen Universitaten
Beispiel auf die ,dresden chip academy*. Die und Forschungseinrichtungen eine weitere
Umsetzung kann nur in enger Zusammenar- Voraussetzung fiir die Férderung unter dem
beit mit allen relevanten Stakeholdern gelin- EU Chips Act. Erganzend gibt es seitens der
gen.16 Lander Uberlegungen fiir regionale Aus- und

Weiterbildungs-Initiativen zur Begleitung

16 Gemeint sind insbesondere Chip- und Elektro- Germany“ oder ,ForLab-NataliE“. Eine enge Ver-
nikhersteller, regionale Berufsschulen, Berufsbil- netzung mit bestehenden, nicht sektorspezifi-
dungszentren, private Bildungsdienstleistern so- schen Bildungsportalen, wie ,hoch&weit", dem
wie Forschungseinrichtungen (inkl. FMD), und Weiterbildungsportal der Hochschulen, ,mein
Hochschulen sowie Netzwerken, wie ,,Chipdesign NOW" (Fokus berufliche Weiterbildung) oder

,Mein Bildungsraum*“ wird angestrebt.
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der Ansiedlungen (zum Beispiel das sachsi-
sche Ausbildungszentrum Mikroelektronik
[AKTUALISIERUNGSVORBEHALT]).

Infrastrukturen effizienter nutzen

Aus- und Weiterbildung in der Mikroelektro-
nik ist teuer und aufwandig, nicht zuletzt auf-
grund des begrenzten Angebots notweniger
Infrastrukturen. Gleichzeitig ist eine ,hands-
on-Ausbildung® an den entsprechenden Ma-
schinen fiir viele Unternehmen eine wichtige
Voraussetzung. Nicht jeder Ausbildungs-
standort (sowohl akademisch als auch ge-
werblich) kann und muss die komplette Aus-
riistung selbst abdecken. Das BMFTR wird
die Akteurinnen und Akteure dabei unter-
stiitzen, die vorhandenen Kapazititen (wie
Labore, Rein- und Graurdume) effizienter
und gezielter fiir die Aus- und Weiterbildung
zu nutzen. Eine nationale Ausbildungs-Rein-
raumstrategie in der Mikroelektronik konnte
einen wichtigen Beitrag leisten. Lander- und
Akteurs-spezifische Besonderheiten miissen
dabei Beriicksichtigung finden. Das BMFTR
priift aufRerdem erginzend die Forderung
der Weiterentwicklung von Virtual-Reality-
Reinraumumgebungen fiir die Ausbildung.

Ausbildung in Forschungsprojekten integ-
rieren

Forschungsforderung und Fachkrafte-Aus-
bildung koénnen voneinander profitieren.
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Aus- und Weiterbildungsformate wie Lern-
module, Summer Schools oder praxis-orien-
tierte Seminare sind sowohl bei Hochschulen
und Forschungseinrichtungen als auch bei
Unternehmen als Teil der BMFTR-For-
schungsforderung forderfahig. Hiervon wird
jedoch bisher nur selten Gebrauch gemacht.
Kiinftig will das BMFTR gezielt Anreize fiir
Aus- und Weiterbildungsformate als Be-
standteil von Forschungsprojekten setzen.

Lehrende in der Mikroelektronik unterstit-
zen

Gute Ausbildung kann nur mit motivierten
und gut vorbereiteten Lehrenden gelingen,
die die Bedarfe aus der Praxis kennen und
mit Begeisterung vermitteln. Das neue, vom
BMBFSF] BMETR-geforderte Portal fiir Aus-
bildungs- und Priifungspersonal ,leando” so-
wie das Netzwerk Q fiir die Weiterbildung
von Berufsausbildungspersonal koénnen
hierzu beitragen. Passgenau verkniipft mit
den bestehenden Angeboten wird die
»2Microtec Academy“ Schulungen und Work-
shops fiir Ausbildungs- und Personalverant-
wortliche und Lehrkrafte (Train-the-trainer)
konzipieren und anbieten. In enger Koopera-
tion und Austausch mit dem BMBFSF] und
den Landern, will das BMFTR auféerdem prii-
fen, ob und wie fiir einen starkeren Praxisbe-
zug der Lehrenden bspw. Anreize fiir Hospi-
tationen bei Unternehmen geschaffen wer-
den konnen.

Handlungsfeld 5: Investitionen anreizen

Ziel des European Chips Act ist es, bis 2030 den Weltmarktanteil der EU-Halbleiterproduktion von
derzeit unter 10% auf bis zu 20% zu steigern. Mit dieser Verordnung hat die Européaische Union
u. a. Voraussetzungen der grofdskaligen Forderung festgelegt fiir sog. ,integrierte Produktions-
statten” und ,offene EU-Fertigungsbetriebe, die in der EU neuartig (,first-of-a-kind“) sind und
zur Versorgungssicherheit und zu einem widerstandsfihigen Halbleiter-Okosystem beitragen.
Halbleiteransiedlungen sind Leuchtturmprojekte, die auch Investitionen-anderer (Zuliefer-)Un-
ternehmen innerhalb Deutschlands und der EU nach sich ziehen, sodass tiber die reine Kapazi-
tatsausweitung hinaus deutliche, industriepolitisch erwiinschte positive Ausstrahlungseffekte zu
erwarten sind.

Der Fokus der Forderung ist nicht auf die Entwicklung immer kleinerer Prozessknoten be-
schrankt. Vielmehr werden Innovationen im Bereich der Mikroelektronik in verschiedenen Tech-
nologieknoten und allen Abschnitten der Wertschopfungskette von der Herstellung des Roh-
wafers liber die Prozessierung des Wafers bis zum Aufbau von Modulen und Systemen erzielt und
insbesondere durch die Bedarfe der nachgelagerten Industrien und die dadurch definierten An-
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wendungsfille gepréigt. Deutschland setzt bei der Themenauswahl den Fokus der Férderung zu-
dem darauf, bestehende Stiarken der Halbleiterbranche zu festigen, um so seine weltweit fiihrende
Rolle in strategischen Technologiebereichen auszubauen, und in Feldern mit bestehenden Schwa-

chen gezielt aufzuholen.

Grofinvestitionen

Mit der Férderung einzelner bedeutender In-
vestitionen in neue Halbleiter-Fertigungs-
statten verfolgt die Bundesregierung das
Ziel, neue First-of-a-Kind-Herstellungskapa-
zitaten in Deutschland anzusiedeln bzw. be-
stehende Fabriken hochmodern auszubauen.
Dadurch werden neuartige Fertigungstech-
nologien in das europdische Halbleiter-Oko-
system eingebracht, die mittelfristig eine
Weiterentwicklung und -qualifizierung der
deutschen und europdischen Wertschop-
fungskette, der nachgelagerten und der zu-
liefernden Industrien vorantreiben. Zugleich
werden angesiedelte internationale Halblei-
terhersteller in das europdische Okosystem
integriert und sind so Ankerpunkt fiir inter-
nationale Vernetzung und Kooperation. Wei-
terhin reduziert die Ansiedlung internatio-
naler Halbleiterhersteller die Abhangigkeit
deutscher und europdischer nachgelagerter
Industrien von aufereuropaischen Produkti-
onsstandorten und bislang nicht in Deutsch-
land verfiigbaren Technologien und tragt so-
mit substanziell zur Sicherung resilienter
Lieferketten fiir mikroelektronische Pro-
dukte bei. Die Bundesregierung wird sich
weiterhin dafiir einsetzen, dass Deutschland
und Europa in der Lage sind, eine Bandbreite
relevanter Technologieknoten einschliefdlich
kleiner Strukturbreiten aus eigener Produk-
tion bedienen zu kénnen - um Anwenderin-
dustrien mit allen relevanten Technologiebe-
reichen verlasslich abzudecken, und um ein
breites Mikroelektronik-Okosystem von Zu-
lieferern, Entwicklern, Infrastruktur-Anbie-
tern und Nutzern zu beférdern.

Entsprechende Grofdvorhaben koénnen auf-
grund ihrer positiven Effekte auf regionaler
und tiberregionaler Ebene (u. a. auf Investiti-
onen, Beschiftigung und Einkommen)
grundsatzlich auch mit Instrumenten der re-
gionalen Wirtschafts- und Strukturpolitik
unterstitzt werden. Dies kann auch die For-
derung von Infrastrukturinvestitionen im
Zusammenhang mit diesen Vorhaben, etwa
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im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe ,Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur” (GRW) einschliefien.

Auch in der 21. Legislaturperiode wird die
Bundesregierung Deutschland als fithrenden
Standort fiir Mikroelektronik weiter aus-
bauen. Dazu sollen Mikroelektronik-Investi-
tionen unter dem European Chips Act gefor-
dert werden. [AKTUALISIERUNGSVORBE-
HALT].

Forderung von innovativen Investitionsvor-
haben unter dem European Chips Act

Das BMWE hat Ende 2024 eine Richtlinie zur
Forderung innovativer Investitionsvorhaben
auf Grundlage des EU Chips Act (Sadulen 2
und 3) veroffentlicht. Durch diese Maf3-
nahme sollen Investitionsprojekte in der
deutschen Halbleiterbranche angeregt wer-
den, die die deutsche und europaische Wett-
bewerbsfahigkeit im Bereich moderner
Halbleitertechnologien durch die nachste
Generation innovativer und nachhaltiger
Prozesstechnologien stiarken. Dadurch soll
zugleich der Stand der Technik in Europa er-
weitert und auf das Ziel der EU, den europai-
schen Anteil an der Halbleiterfertigung maf3-
geblich-zu steigern, eingezahlt werden. Be-
wusst wird hierbei die gesamte Prozesskette
von der Herstellung des Rohwafers tliber die
Prozessierung des Wafers bis zum Aufbau
von Modulen und Systemen inkl. der jeweils
dafiir notigen Anlagentechnik adressiert. Die
betreffenden Projekte werden einen wesent-
lichen Beitrag zum Ausbau der in Deutsch-
land verorteten Produktionskapazititen leis-
ten [AKTUALISIERUNGSVORBEHALT].

Zukunftige Aktivitaten

Die Zielsetzung zukiinftiger Aktivitaten ist
der Erhalt und der Ausbau derzeitiger Tech-
nologiefiihrerschaften Deutschlands (zum
Beispiel im Anlagenbau, bei Leistungshalb-
leitern, Sensorik, Mikrocontrollern, der
Waferproduktion und der Designsoftware-
entwicklung) fiir die Halbleiterindustrie
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durch Forderung von Innovationen und des
Transfers in die Umsetzung (s. auch ,Lab to
Fab“). Hinzu kommen mittelfristig Aktivita-
ten fiir den Ausbau weiterer Technologiefiih-
rerschaften in Deutschland, um diese lang-
fristig in der hiesigen Produktion zu etablie-
ren. Diese liegen z. B. im Back-End-Bereich
der Halbleiterproduktion. Advanced Packa-
ging wird eine Schliisselposition in der Mik-
roelektronik einnehmen, die es in Deutsch-
land aufzubauen gilt, um sich global wettbe-
werbsfahig -aufzustellen. Dabei sollen im
Rahmen eines ,0kosystem-Ansatzes” die né-
tigen Investitionen mit den Innovationen aus
der Forschungsfabrik Mikroelektronik und
anderen europaischen Forschungs- und Pi-
lotlinien-Aktivitdten verschrankt werden
und sich insbesondere auf Technologien und
Anwendungsbereiche beziehen, wo gegen-
liber etablierten Packaging-Standorten in
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Asien ein Wettbewerbsvorteil erzielt werden
kann. Parallel sollten auch die industrielle
Umsetzung in den Bereichen Maschinen und
Anlagen sowie Materialien fiir das Advanced
Packaging in Deutschland und Europa for-
ciert werden.

Weitere Forderaktivititen sind zudem im
Bereich Chip-Design vorgesehen, in dem so-
wohl aktive Unternehmen, als auch Ausgriin-
dungen aus Forschungseinrichtungen und
Universitaten unterstiitzt werden sollen.

Langfristig sollen Maf3nahmen zur industri-
ellen Entwicklung und Fertigung von innova-
tiven Chips, wie beispielsweise neuromor-
phe, Quanten- und KI-Chips etabliert wer-
den.

Handlungsfeld 6: Eurapaische ufad internationale Kooperation

Aufgrund seiner wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Prasenz in Europa ist Deutschland als
grofdter Mikroelektronikstandort der EU im besonderen Maf3e fiir die Widerstandsfahigkeit und
Souveranitat der europdischen Mikroelektronik verantwortlich. Deutschland kommt dieser Ver-
antwortung auf EU-Ebene wie auch im Rahmen der internationalen Gremien wie G7 und OECD
nach. Dieses Engagement wird durch gezielte bilaterale Kooperation mit ,like-minded partners”

erganzt.

Internationale multilaterale Gremien
Deutschland engagiert sich auf Ebene der G7
(im Rahmen der ,Point of Contact Group on
Semiconductors“) und der OECD (im Rah-
men des ,Semiconductor Informal Exchange
Network®) fiir einen intensiven Austausch zu
Mikroelektronik- und Halbleiter-Themen.
Ziele sind ein verbessertes Verstindnis des
globalen Mikroelektronikdkosystems sowie
eine bessere Vernetzung der Mikroelektro-
nik-Forschung. Gleichzeitig sollen damit be-
stehende und zukiinftige strategische Ko-
operationen gestarkt werden.

Koordination auf europaischer Ebene

Mit dem Inkrafttreten des EU Chips Act
wurde das European Semiconductor Board
(ESB) durch die Europdische Kommission
und die Mitgliedstaaten gegriindet. Aufgabe
des ESB ist u.a. die Kartierung und Beobach-
tung des europaischen Mikroelektronikéko-
systems in Bezug auf die globale Lage sowie
die Etablierung eines Krisenpraventions-
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und -managementsystems. Dabei werden im
ESB alle drei Sdulen des EU Chips Act - For-
schung und -Entwicklung, Produktionsan-
siedlung und Koordinierung - miteinander
verkniipft.

Die europaischen Forschungs- und Innovati-
onsmafdnahmen in der Mikroelektronik wer-
den vor allem durch die europaische Part-
nerschaft Chips Joint< Undertaking umge-
setzt. Das BMFTR sowie die Lander Sachsen
[AKTUALISIERUNGSVORBEHALT} und Thii-
ringen finanzieren deutsche Partner in euro-
padischen Projekten. Das BMFTR wvertritt
Deutschland in den Gremien (Boards) der
europaischen Partnerschaft Chips Joint Un-
dertaking und gewahrleistet die Koharenz
der europdischen und nationalen Mafdnah-
men.

Das BMWE unterstiitzt die europaische Ko-
ordination der IPCEI-Mafdnahmen als EU-
weiter Koordinator (siehe auch Handlungs-
feld 5).
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Kiinftige europaische Strategie

Der EU Chips Act ist bis 2027 mit EU-Mitteln
unterlegt. Es miissen jetzt Schritte eingeleitet
werden, um europdischen Instrumente und
nationale Mafdnahmen weiterzufiihren und
an das Erreichte anzukniipfen. Bei der Ge-
staltung moglicher zukiinftiger Maf3nahmen
wie einer Neuauflage des European Chips Act
oder weiterer IPCEI bringt die Bundesregie-
rung die Leitmotive dieser Strategie (siehe
oben) in die entsprechenden Prozesse auf
der EU-Ebene ein:

1. Entwicklung und Ausbau bestehen-
der wirtschaftlicher und technologi-
scher Starken, insbesondere dort, wo
europaische Fahigkeiten unverzicht-
bar in der globalen Halbleiterwert-
schopfung sind (,,indispensability*).
Erschlieflen neuer Markte und Mik-
roelektronik-Technologien auf Basis
von Forschung (u.a. der geférderten
Pilotlinien), um die Pipeline der kom-
menden Chip-Generationen zu fiillen,
mit Fokus auf dem kiinftigen Bedarf
der europaischen Chipanwenderin-
dustrien.

Starkung der Resilienz bestehender
Lieferketten durch gezielte Mafdnah-
men auf Basis einer Sicherheits- und
Risikoanalyse, jenseits eines blofden
Fokus auf Kapazitdtsautbau bzw.
Marktanteile. Dabei ist auch die Rele-
vanz der Mikroelektronik fiir Vertei-
digung und Sicherheit zu beriicksich-
tigen.

Dabei sind Prozessvereinfachungen und -be-
schleunigungen in der praktischen Umset-
zung sowie das reibungslose Ineinandergrei-
fen verschiedener Instrumente essentiell.

Internationaler bilateraler Austausch

Die internationale Zusammenarbeit mit aus-
gewdhlten Partnern wird unter angemesse-
ner Berticksichtigung von Forschungssicher-
heit ausgebaut. Die Kooperation mit Taiwan
zu Forschung, Entwicklung und Talenten soll
ausgebaut werden.1” Ebenso wird im Bereich

17U. a. priift das BMFTR derzeit, ob das in Sachsen
geforderte ,Semiconductor Talent Incubation
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Halbleiterforschung mit Siidkorea zusam-
mengearbeitet. Eine Zusammenarbeit mit
weiteren Staaten vor allem in der Forschung,
wird gepriift [AKTUALISIERUNGSVORBE-
HALT]. Auch zu Fragen der Wirtschaftssi-
cherheit und spezifischen Risken im Bereich
der Mikroelektronik wird der internationale
Austausch ausgebaut.

Internationale bilaterale Foren wie die Trade
and Technology Councils (TTC) werden von
der EU und den beteiligten Landern (z.B. USA
und Indien) genutzt, um Konzepte fiir wich-
tige globale Handels-, Wirtschafts- und Tech-
nologiefragen und zur Vertiefung der trans-
atlantischen Handels- und Wirtschaftsbezie-
hungen zu koordinieren. Dartiber hinaus ar-
beitet die EU mit verschiedenen Landern
(z.B.Japan, Kanada, Stidkorea) im Kontext di-
gitaler Partnerschaften zusammen, um Eu-
ropa zu einem digital vernetzten Kontinent
zu machen. Die Bundesregierung unterstiitzt
die EU beim internationalen bilateralen Aus-
tausch und nutzt die bestehenden Foren und
Partnerschaften.

Normung und Standardisierung

Normen und Standards sind Grundlage u.a.
fiir die Absicherung von Lieferketten und Ab-
satzmoglichkeiten von deutschen und euro-
pdischen Halbleiterherstellern. Im Bereich
der Mikroelektronik spielen sie zudem wich-
tige Rollen auch bzgl. der Definition vertrau-
enswirdiger Produkte und Lieferketten.

Zugleich sind Normen und Standards Gegen-
stande und Spielfeld geo6konomischer Aus-
einandersetzungen, und haben daher strate-
gische Bedeutung. Mitdem ,nationalen Stra-
tegieforum fiir Standardisierung“ ermoglicht
das BMWE den Austausch der Stakeholder
mit der Bundesregierung zur Starkung der
Rolle Deutschlands in der internationalen
Normung.

Die Bundesregierung wird die Situation in
der internationalen Normung in weiteren re-
levanten Feldern mit Mikroelektronik-Bezug
beobachten. Sie wird ferner priifen, ob die
Diffusion von Ergebnissen aus Forschung

Program Taiwan (STIPT)“ bundesweit ausgerollt
werden kann.
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und Industrialisierung in die Normung durch
die Forderung entsprechender Aufwande fiir
die Normungsarbeit der Unternehmen be-
schleunigt werden kann.

Rahmenbedingungen

Damit Deutschlands Mikroelektronik-Okosystem seine Aufgabe als Innovationsmotor in der
Volkswirtschaft bestmoglich erfiillen kann, miissen wir der Verbesserung von iibergreifenden
Standortfaktoren und der internationalen Vernetzung mit technologiestarken Partnern ebenso
Rechnung tragen wie der Forschungs- und Wirtschaftssicherheit. Prioritat der Bundesregierung
ist dabei die Verbesserung der horizontalen Standortbedingungen wie bspw. die Senkung der
Energiepreise, Abbau von Biirokratielasten oder Beschleunigung von Genehmigungsverfahren.
Hinzu tritt, soweit notwendig, die gezielte Gestaltung sektorspezifischer Faktoren mit Blick auf
die internationale Wettbewerbsfahigkeit.

Das Reifsen der Mikroelektronik-Lieferketten in der ,,Chip-Krise“ der Jahre 2021-23 hat die Ver-
wundbarkeit der Wirtschaftim Bereich der Mikroelektronik in der jiingeren Vergangenheit be-
reits demonstriert. Da gleichzeitig die Mikroelektronik-Wertschopfungskette so globalisiert ist
wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig, die geopolitischen Spannungen zunehmen und Macht
zunehmend liber den Zugriff auf Hochtechnologien ausgetibt wird, muss Deutschland sich beziig-
lich der Forschungs- und Wirtschaftssicherheit im Bereich der Halbleitertechnologie aktiv aufstel-
len.

Verbesserung der allgemeinen Rahmeénbe- Bundesregierung durch Expertise ihrer
dingungen Wirtschaftsforderungsgesellschaft »Ger-
Das BMWE hat mit der Industriestrategie many Trade and Invest” (GTAI) unterstiitzt,
vom Oktober 2023 die Stirkung der Stand- welche auslandischen Investorinnen und In-

vestoren ein umfassendes Serviceangebot an
Informationen und Dienstleistungen zur Ver-
fligung stellt. Die Bundesregierung wird die-
ses Angebot um eine regelmafdige hochran-
gige Investorenkonferenz ergianzen.

ortbedingungen  (international  wettbe-
werbsfahige Energiekosten, offentliche Inf-
rastruktur, Planung und Genehmigung/Bii-
rokratie, Fachkrafte, Steuern und Abgaben)
zu einem Kernanliegen erklart.

Mit dem Koalitionsvertrag zur 21. Legislatur- Spezifische Rahmenbedingungen fir die
periode werden diese Anliegen konkretisiert Mikroelektronik

und vertieft. Konkrete Vorhaben mit Wir- Attraktive ‘Rahmenbedingungen sind eine
kung u.a. fiir die Mikroelektronikindustrie Voraussetzung fiir private Investitionen aus
sind das Strompreispaket, die Verkiirzung dem In- und Ausland. Mit der zweiten Saule
von Genehmigungsverfahren, die Unterstiit- des EU Chips Act werden unter anderem re-
zung des europdischen Omnibuspakets zum gulatorische Erleichterungen fiir Produkti-
Abbau von Biirokratielasten, ein risikoba- onsstdtten von Halbleitern, Ausriistung und
sierter Ansatz bei Chemikalien ohne Total- Schliisselkomponenten geschaffen. - Inte-
verbot ganzer Stoffgruppen, sowie schnel- grierte Produktionsstitten und. offene EU-
lere und einfachere Priifverfahren im Aufden- Fertigungsbetriebe erhalten den Status der
wirtschaftsrecht. Zudem sollen die Forderre- hochsten nationalen Bedeutung und werden
geln und -praxis fiir Industrieansiedlungen in Genehmigungsverfahren entsprechend
und Grofdvorhaben modernisiert und betref- behandelt. Die Sicherheit der Versorgung mit
fende biirokratische Hiirden abgebaut wer- Halbleitern und die Resilienz des Halbleiter-
den. Okosystems konnen als zwingender Grund

des liberwiegenden offentlichen Interesses

Beziiglich der Anwerbung und Betreuung im Sinne der EU-Fauna-Flora-Habitat-Richt-

von Investitionen aus dem Ausland wird die
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linie und als Grund des iibergeordneten 6f-
fentlichen Interesses in der EU-Wasserrah-
menrichtlinie betrachtet werden. Die Bun-
desregierung wird sich dafiir einsetzen, die
betreffende Privilegierung im Rahmen der
nationalen Prozesse zeitnah umzusetzen.
Ziel sind schnellere Genehmigungsprozesse,
um die Planungssicherheit von Unterneh-
men im Aufbau von Produktionsstitten so-
wie von Design Centres of Excellence zu er-
hohen.

Weitere sektorspezifische Anliegen der Bun-
desregierung betreffen die Beschleunigung
der Prozesse unter dem IPCEI-Rahmen so-
wie die Uberarbeitung und Weiterentwick-
lung des European Chips Acts. Die Bundesre-
gierung entwickelt hierzuim Konzert mit an-
deren EU-Mitgliedsstaaten konkrete Anre-
gungen und Impulse fiir den anstehenden eu-
ropaischen Review-Prozess.

Starkung der Wirtschaftssicherheit

Die Mikroelektronik-Wertschopfungsketten
sind global und komplex. Eine Autarkie des
deutschen (und auch des europaischen)
Marktes wird daher nicht erreichbar sein,
und ist auch nicht erstrebenswert. Das Ziel
der Bundesregierung ist daher, resiliente
Wertschopfung in allen relevanten Branchen
unter weitgehendem Erhalt der internatio-
nalen Lieferketten sicherzustellen, indem
diese moglichst diversifiziert werden, die
hiesigen Starken bewusst geschiitzt, entwi-
ckelt und mit eigenem geopolitischem Ge-
wicht versehen werden, und im Rahmen
multilateraler internationaler Strukturen
(bspw. G7, OECD) ein Ausgleich legitimer In-
teressen unter Wahrung deutscher und eu-
ropdischer Anliegen beférdert wird.

In der Nationalen Sicherheitsstrategie vom
Juni 2024 wurden bereits horizontale Maf3-
nahmen zur Starkung der Wirtschaftssicher-
heit beschrieben. Mit der im Juni 2023 verof-
fentlichten Européischen Strategie zur Wirt-
schaftssicherheit ist zudem ein europaischer
Rahmen gegeben, in dem die Mikroelektro-
nik als eine der sog. kritischen Technologien
konkret benannt ist. In der 21. Legislaturpe-
riode wird die Bundesregierung auf diesen
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Grundlagen fuflend eine Nationale Wirt-
schaftssicherheitsstrategie erarbeiten und
vorstellen.

Eine zentrale Herausforderung im Bereich
der Forschungs- und Wirtschaftssicherheit
ist es, die von uns grundsatzlich gewiinschte
Offenheit in den Handels-, Innovations- und
Investitionsbeziehungen mit einer Starkung
der Resilienz und einer Verringerung volks-
wirtschaftlicher Risiken auszutarieren.

Unternehmen sind aufgefordert, geeignete
Mafinahmen zum Lieferketten-Risikoma-
nagement aufzubauen und umzusetzen, und
nach der ,Chip-Krise“ 2021-23 ist dies be-
reits z. T. erfolgt. Die Bundesregierung unter-
stiitzt dabei u. a. durch Wirtschaftsdiploma-
tie und die AufRenwirtschaftsforderung.

Den Bereich der Rohstoffversorgung der
Mikroelektronik wird die Bundesregierung
durch die im Koalitionsvertrag verankerte
Ausstattung des Rohstofffonds mit weiteren
Mitteln unterstiitzen. Der Fonds soll insbe-
sondere durch Eigenkapitalbeteiligungen
der KfW Projekte unterstiitzen, die die Ver-
sorgungssicherheit kritischer Rohstoffe er-
hohen. Dazu gehoren alle im europdischen
Critical Raw Materials Act (CRMA) aufgelis-
teten Kkritischen Rohstoffe (darunter Sili-
zium, Germanium, Gallium, Tantal und sel-
tene Erden).

Mit dem EU Chips Act wird auf europaischer
Ebene ein Koordinierungsmechanismus ge-
schaffen, damit sich die Mitgliedstaaten und
die Européiische Kommission bei der Uber-
wachung von Lieferketten, des Angebots an
Halbleitern, der Abschatzung der Nachfrage
und der Vorwegnahme von Engpassen eng
abstimmen koénnen. Im ,European Semi-
conductor Board“ (ESB) werden bzgl. der
Analyse von Lieferkettenrisiken relevante
Informationen gesammelt und ausgewertet,
um Schwachstellen und Engpasse zu kartie-
ren. Der Koordinierungsmechanismus sorgt
fiir eine gemeinsame Krisenbewertung und
gemeinsame Mafinahmen zur Krisenreak-
tion und -pravention.

Wo Deutschland eigene Chip-Fertigung be-
sitzt, werden wir den Produktionsaufbau
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und die Marktsituation in Drittstaaten be- Entwicklungen anpassen [AKTUALISIE-
obachten und auf unfaire Praktiken priifen. RUNGSVORBEHALT].

Bei unzuldssigen Wettbewerbsverzerrungen
setzen wir auf eine konsequente Anwendung
der handelspolitischen Schutzinstrumente
der EU (Anti-Dumping- und Anti-Subventi-

Durch ein EU-weites Monitoring wird die
Bundesregierung priifen, ob und welche Si-
cherheitsrisiken mit Auslandsinvestitionen
im Bereich Mikroelektronik verbunden sind.

onsmafdnahmen). . o o

Marktzugdnge der exportorientierten hiesi-
Deutschland wird ein offener Investitions- gen Wirtschaft wollen wir bei alldem (in si-
standort bleiben, in dem ausliandische Inves- cherheitspolitisch unkritischen Bereichen)
titionen hoch willkommen sind, sofern sie grundsatzlich offenhalten.

unsere Sicherheit nicht beeintrachtigen. Das
Instrumentarium der ' Investitionspriifung
werden wir daher auch mit Blick auf die Mik-
roelektronik konsequent nutzen und weiter-
entwickeln.

Bei Ausiibung wirtschaftlichen Zwangs
durch Drittlinder im Bereich Mikroelektro-
nik steht - als ultima ratio - der Weg der An-
wendung der EU-Verordnung tiber den
Schutz der Union und ihrer Mitgliedstaaten
Nach aufden werden wir darauf hinwirken, vor wirtschaftlichem Zwang offen.

dass keine sensiblenTechnologien wie Mik-

roelektronik ungewollt abfliefsen und zu mi-

litarischen oder nachrichtendienstlichen

Zwecken gegen uns verwendet werden kon-

nen. Dazu werden wir die Forschungssicher-

heit stidrken sowie Exportkontrollregelun-

gen konsequent anwenden und an aktuelle

Konzertierte Aktion und nationale Koordinierung

Deutschland besitzt ein ausdifferenziertes Okosystem in der Mikroelektronik mit einer Vielzahl
von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitaten, Netzwerken sowie Verbanden.
Die Mikroelektronik-Strategie verkniipft erstmals die Initiativen von Bund, Ladndern und europa-
ischer Union unter einem gemeinsamen Dach und tragt so entscheidend auch zur High-
tech_Agenda_Deutschland der Bundesregierung bei. Entscheidend fiir den Erfolg der Strategie ist
nun die Fortsetzung des Dialogs und das gemeinsame Handeln aller Akteurinnen und Akteure in
einer konzertierten Aktion. Entsprechende Netzwerke wird die Bundesregierung daher intensiv
pflegen und die Koordination mit einem ,Chips Office” begleiten. [AKTUALISIERUNGSVORBE-
HALT: Konnex zu Hightech_Agenda_Deutschland und Roadmapping]

Konzertierte Aktion fortsetzen Beispiel ZVEI, VDA, VDMA, BDI und VDE. Fiir
Formate fiir den vorwettbewerblichen Aus- den Erfolg der konzertierten Aktion wird die
tausch aller Stakeholder einschlieRlich Un- Bundesregierung den im Rahmen der Erar-
ternehmen und Verbinde existieren vor al- beitung der Strategie etablierten, intensiven
lem auf Ebene der Bundeslinder. Beispiele Austausch mit den Stakeholdern weiter fort-
sind das aus Sachsen initiierte Silicon Ger- setzen.

many, die Bavarian Chips Alliance oder der
Runde Tisch Chip-Okosystem Baden-Wiirt-
temberg. Auch zahlreiche Verbande befassen
sich intensiv mit der Mikroelektronik und
bieten eigene Austauschformate an, so zum

Netzwerke pflegen und starken

Bundesweite Netzwerke wie ,ForLab-Nata-
liE“1® und ,Chipdesign Germany“ ermogli-
chen ebenfalls einen intensiven Austausch
innerhalb des Okosystems. Aufierdem soll

18 Mit dem 2023 gestarteten Projekt ForLab-Na- auf hochschuliibergreifende Formate fiir die stu-
taliE (,Forschungslabore Mikroelektronik dentische Ausbildung und Nachwuchsgewin-
Deutschland - Nachwuchstalente fiir die inte- nung.

grierte Elektronik“) setzt das BMFTR einen Fokus
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durch gemeinsame und arbeitsteilige Maf3-
nahmen der beteiligten Hochschulen und
Forschungseinrichtungen deren Attraktivi-
tat fir Nachwuchskrifte effizient gesteigert
werden. Ein Schliissel fiir den Transfer aus
der Forschung in die Anwendung bleiben au-
Rerdem Verbundvorhaben, in denen Hoch-
schulen, Forschungseinrichtungen und Un-
ternehmen eng zusammenarbeiten.

,,Chips Office”

Zur vertieften Koordination der Maf3nahmen
der beteiligten Ressorts der Bundesregie-
rung sowie der Bundesldnder im Okosystem
Mikroelektronik wollen BMFTR und BMWE
mit einem gemeinsamen ,Chips Office“ neue
Wege gehen. [AKTUALISIERUNGSVORBE-
HALT Ausgestaltung und Aufgaben des Chips
Office]

Lernende Strategie

Die Bundesregierung legt dieses Dokument
als ,lernende Strategie“ an, welche im Aus-
tausch mit den Stakeholdern sowie in Reak-
tion auf externe Faktoren (bspw. haushalte-
rische, europa- oder geopolitische) wahrend
der Umsetzung angepasst werden kann.
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[AKTUALISIERUNGSVORBEHALT  Zusam-
menwirken mit Hightech_Agenda_Deutsch-
land]

Der Austausch mit den Stakeholdern wird
kiinftig tiber das Chips Office koordiniert und
gebilindelt. Die Koordinierung innerhalb der
Bundesregierung findet tiber die etablierte
Taskforce Mikroelektronik statt.

Mit einer Mikroelektronik-Konferenz ,For-
schung & Fachkrifte* will das BMFTR ab
2025 einen Rahmen schaffen [AKTUALISIE-
RUNGSVORBEHALT: mogliche co-FF mit
BMWE, um im Sinne der konzertierten Ak-
tion relevante Stakeholder zusammenzu-
bringen. Alle aus der Konferenz gewonnenen
Erkenntnisse werden fiir die lernende Stra-
tegie berticksichtigt.

Fiir die agile Weiterentwicklung der Strate-
gie, fiir Austausch und Abstimmung werden
vor allem die weiter oben beschriebenen be-
stehenden Formate genutzt.



